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iBond®Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Gebrauchsanweisung
Produktbeschreibung

iBond® Etch Gel/Fluid sind Atzmittel auf Basis von Orthophosphorsaure. Sie werden verwendet zum Atzen von Zahnschmelz und der Konditionierung von Dentin im Rahmen der
adhasiven Fiillungstherapie.

Zusammensetzung

iBond® Etch 20 Gel enthélt 20 % Phosphorséure

iBond® Etch 35 Gel/Fluid enthalten 35 % Phosphorsaure

ferner enthalten die Produkte Verdickungsmittel, Pigmente, Wasser

Indikationen

Schmelzéitzung und Schmelz-/Dentin Atzung im Rahmen der Total-Etch-Technik vor der adhasiven Befestigung von:

* Komposit- und Kompomer-Restaurationen  Laborgefertigten, indirekten Restaurationen (z.B. Inlays, Kronen, Briicken, Veneers) © Versiegelungen

Kontraindikationen

o Applikation auf pulpanahem Dentin (weniger als 1 mm) e Nicht anwenden bei bekannter Uberempfindlichkeit gegen iBond® Etch

Nebenwirkungen

Allergien gegen das Produkt oder seine Bestandteile kdnnen im Einzelfall nicht ausgeschlossen werden — Inhaltsstoffe sind im Verdachtsfall beim Hersteller zu erfragen.
Wechselwirkungen

Liner und Unterfillungsmaterialien, wie z.B. Calciumhydroxid, konnen je nach Art und Zusammensetzung durch die Séure geldst werden.

Warnhinweise/Vorsi Bnat

iBond® Etch 20 Gel enthalt 20 %ige Phosphorséure und ist reizend. iBond® Etch 35 Gel und Fluid 35 enthalten 35 %ige Phosphorsaure und konnen Veratzungen verursachen.
Augenreizung mdglich. Kontakt mit Gingiva, Haut, Augen oder Nachbarzéhnen ist zu vermeiden. Bei Kontakt mit Mundschleimhaut griindlich mit viel Wasser ausspiilen. Nach
Verschlucken Mund griindlich mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren. Bei Kontakt mit Haut griindlich mit Seife und Wasser spiilen. Bei Augen-
kontakt griindlich mit viel Wasser spiilen und Augenarzt aufsuchen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung tragen. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Mit iBond®
Etch 35 Gel und iBond® Etch 35 Fluid verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.

Anwendung

Zahn vor der Behandlung mit fluoridfreier Polierpaste sorgfltig reinigen.

Die Verwendung von Kofferdam wird empfohlen.

1. Nach der Préaparation gemaB adhésiver -Fillungstherapie Kavitat absptilen und mit 6lfreier Luft trocknen.

2. iBond® Etch beginnend an den angeschrégten Schmelzarealen auf die gesamte Kavitétenoberfldche einschlieBlich Dentin aufbringen. Dabei darauf achten, dass der Schmelz
mindestens 20's, maximal 30 s gedtzt und das Dentin mindestens 15s und maximal 20s konditioniert werden. Bei der Verwendung von iBond® Etch 35 Gel/Fluid sollte beson-
deres Augenmerk auf die Einhaltung der Einwirkzeit auf dem Dentin gelegt werden. Um eine Uberatzung zu vermeiden, kann hier auf 155 verkiirzt werden. Wenn gewiinscht
iBond® Etch nur auf den Schmelz aufbringen und maximal 30s einwirken lassen. Nicht praparierten Schmelz, z.B. bei Fissurenversiegelungen mindestens 30's, maximal 60s
andtzen. Bei fluoridiertem Schmelz kann es erforderlich sein, ebenfalls maximal 60s anzuétzen.

Achtung: Bei tiefen Kavitaten wird vor dem Atzen eine Abdeckung des pulpanahen Dentins mit einem Calciumhydroxid-Préparat und einer Unterfiillung (z.B. Glas-lonomer-
Zement) empfohlen.

3. iBond® Etch mit Wasserspray fiir 20s vollstandig absprayen. Es diirfen keine Reste in der Kavitat verbleiben.

4. Kavitat mit dlfreier Luft trocknen (Dentin nicht austrocknen!). Die geétzte Schmelzoberflache sollte ein kreidig weisses Aussehen haben. Bei Kontamination der Zahnoberflédche
(z.B. Speichel), muss der Atzvorgang (maximal 10s Einwirkzeit) wiederholt werden.

5. Weitere Versorgung mit Haftvermittler (z.B. iBond® Total Etch) und Composite (z.B. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) gem&B Herstellerangaben.

Hinweise

iBond® Etch Gel kann mit Pinseln oder Kaniilen, iBond® Etch Fluid mit Pinseln aufgetragen werden. Sowohl Pinsel als auch Kaniilen sind ausschlieBlich fiir den Einmalgebrauch bestimmt.

Nach dem Applizieren des Gels Kolben entlasten. iBond® Etch Gel und iBond® Etch Fluid nach Gebrauch wieder mit entsprechendem Stopfen bzw. Verschlusskappe verschlieBen.

Besondere Hinweise

Nur zum bestimmungsgemaBen Gebrauch durch Zahnarzte. Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren

Lagerbedingungen

Unter 25°C (77°F) lagern. Nach Ablauf des Verfallsdatums sollte das Material nicht mehr verwendet werden. Bei Riickmeldungen zum Produkt bitte immer Chargenbezeichnung

und Verfalldatum angeben. Verfalldatum  und Chargenbezeichnung ke : Siehe Hinweis auf Spritze/Verpackung. Nur vollstandig entleerte Verpackungen zur Verwertung geben.

Reste von Atzflissigkeit kdnnen stark verdiinnt mit Wasser oder neutralisiert mit dem Abwasser entsorgt werden. Stand: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Instructions for use
Product description

iBond® Etch Gel and Fluid are etching agents based on orthophosphoric acid. They are used to etch enamel and condition dentine in the context of adhesive filling therapy.
Composition

iBond® Etch 20 Gel contains 20 % phosphoric acid.

iBond® Etch 35 Gel/Fluid contain 35 % phosphoric acid.

The products further contain Thickening agents, Pigments, Water

Indications

Enamel etching and enamel/dentine etching in the context of the total etch technique prior to the adhesive bonding of:

* Composite and compomer restorations ¢ Laboratory-fabricated, indirect restorations (e.g. inlays, crowns, bridges, veneers) e Sealants

Contraindications

 Application to dentine close to the pulp (less than 1 mm) e Do not use in case of known hypersensitivity to iBond® Etch

Side effects

This product or one of its components may, in particular cases, cause allergic reactions. If suspected, information on the ingredients can be obtained from the manufacturer.
Interactions

Liner and base materials, such as calcium hydroxide, may be dissolved by the acid, depending on their type and composition.

Warnings/precautions

iBond® Etch 20 Gel contains 20 % phosphoric acid and is an irritant. iBond Etch 35 Gel and Fluid 35 contain 35 % phosphoric acid and can cause chemical burns. May irritate
eyes. Avoid contact with gingiva, skin, eyes or neighbouring teeth. In case of contact with oral mucosa, rinse thoroughly with plenty of water. If swallowed, thoroughly rinse mouth
with water and then drink plenty of water. Consult a physician. In case of contact with skin, thoroughly rinse with soap and water. In the event of contact with eyes, rinse thoroughly
with water and seek medical advice. Wear suitable protective gloves. Avoid skin contact. Wear protective clothing. Wear safety glasses/face protection. Immediately remove
clothing contaminated with iBond® Etch 35 Gel or iBond® Etch 35 Fluid.

Application

Prior to treatment, carefully clean tooth with fluoride-free polishing paste.

The use of a rubber dam is recommended.

1. After preparation, rinse the cavity in accordance with adhesive filling therapy and dry with oil-free air.

2. Starting from the bevelled enamel areas, apply iBond® Etch to the entire cavity surface, including the dentine. Ensure that the enamel is etched for at least 20's and no more
than 30s, and that the dentine is conditioned for at least 15s and no more than 20s. When using iBond® Etch 35 Gel/Fluid, pay special attention to complying with the dwell
time on the dentine. Reducing the time to 155 in these areas is permissible to avoid overetching. If desired, only apply iBond® Etch to the enamel and let set for a maximum
of 30s. Etch unprepared enamel, e.g. in case of fissure sealing, for at least 30's and no more than 60s. In case of fluoridated enamel, etching for no more than 60s may also
be required.

Caution: In case of deep cavities, we recommend covering the dentine near the pulp with a calcium hydroxide preparation and a base (e.g. glass ionomer cement) prior to etching.

3. Use a water sprayer to completely rinse off iBond Etch for 20s. The cavity must be completely free of any remnants.

4. Dry the cavity with oil-free air (do not dry out dentine!). The etched enamel surface should appear chalky white. In case of contamination of the tooth surface (e.g. with saliva),
the etching must be repeated (for a maximum of 10s dwell time).

5. Perform further treatment with adhesive (e.g. iBond® Total Etch) and composite (e.g. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) in accordance with manufacturer directions.

Instructions

iBond® Etch Gel may be applied using a brush or cannula, and iBond® Etch Fluid may be applied using a brush. Both brushes and cannulas are for one-time use only.

Release the plunger after applying the gel. After use, close iBond® Etch Gel and iBond® Etch Fluid with the appropriate plug or cap.

Special instructions:

Only to be used by dentists and for its intended use. Store out of reach of children.

Storage conditions

Store at temperatures below 25°C (77°F). Do not use the material after its expiration date.

Please quote batch number and expiry date in all correspondence about the product. Expiration date £ and batch number  : See note on syringe/packaging.

Only recycle completely empty packaging. Remaining etching fluid may be discharged with wastewater if highly diluted with water or neutralised.

Dated: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Mode d’emploi
Description du produit

iBond® Etch Gel et Fluid sont des agents de mordancage a base d’acide orthophosphorique. Ils sont utilisés pour mordancer I'émail et conditionner la dentine dans le contexte
d’un traitement d’obturation adhésif.

Composition

iBond® Etch 20 Gel contient 20% d’acide phosphorique. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contient 35% d’acide phosphorique. Les produits contiennent également des agents épaissis-
sants, des pigments et de I'eau.

Indications

Mordancage de I'émail ou mordancage de I'émail et de la dentine dans le contexte de la technique de mordancage total avant le collage adhésif de:

* Restaurations en composite et en compomere ® Restaurations indirectes, fabriquées au laboratoire (par ex. inlays, couronnes, bridges, facettes) e Scellement de sillons
Contre-indications

 Application sur de la dentine proche de la pulpe (moins de 1 mm) e Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité connue & iBond® Etch

Effets secondaires

Ce produit ou I'un de ses composants peut dans certains cas provoquer des réactions allergiques. En cas de doutes, des informations plus précises a propos des ingrédients
peuvent étre obtenues auprés du fabricant.

Interactions

Les liners ou les matériaux de fond de cavité, tel que I'nydroxyde de calcium, peuvent étre dissous par I'acide, selon leur type et leur composition.

Précautions

iBond® Etch 20 Gel contient 20% d’acide phosphorique et est un agent irritant. iBond Etch 35 Gel et Fluid contiennent 35% d’acide phosphorique et peuvent provoquer des
brdilures chimiques. lls peuvent irriter les yeux. Eviter tout contact avec la gencive, la peau, les yeux et les dents adjacentes. En cas de contact avec la muqueuse buccale, rincer
soigneusement avec beaucoup d’eau. En cas d’ingestion, rincer soigneusement la bouche avec de I'eau, puis boire beaucoup d’eau. Consulter un médecin. En cas de contact
avec la peau, rincer soigneusement avec du savon et de I'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et soigneusement avec de I'eau et consulter un médecin.
Porter des gants de protection adéquats. Eviter tout contact avec la peau. Porter des vétements de protection. Porter des lunettes ou un masque de protection. Retirer immédia-
tement les vétements contaminés par iBond® Etch 35 Gel ou iBond® Etch 35 Fluid.

Application

Avant de débuter le traitement, nettoyer soigneusement la dent avec une pate a polir sans fluor.

Lutilisation de la digue est recommandée.

1. Aprés la préparation, rincer la cavité conformément a la technique d’obturation adhésive et sécher avec de I'air exempt d’huile.

2. Commencer par appliquer iBond® Etch sur les zones d’émail biseauté puis sur toute la surface de la cavité, y compris la dentine. Mordancer I'émail pendant au minimum 20
secondes et au maximum 30 secondes et conditionner la dentine pendant au minimum 15 secondes et au maximum 20 secondes. Lors de I'utilisation de iBond® Etch 35 Gel/Fluid,
bien respecter le temps de conditionnement de la dentine. Le temps de conditionnement dans ces zones peut étre réduit @ 15 secondes pour éviter un surmordancage. Si désiré,
appliquer iBond® Etch uniquement sur I'émail et laisser agir pendant 30 secondes au maximum. Pour I'émail non préparé, par ex. en cas de scellement de sillons, le mordancer
pendant au minimum 30 secondes et au maximum 60 secondes. Si I'émail a été traité par fluoration, il sera nécessaire de le mordancer pendant au maximum 60 secondes.
Avertissement: En cas de cavités profondes, nous recommandons de recouvrir la dentine proche de la pulpe avec une préparation d’hydroxyde de calcium et une base (par
ex. un ciment verre ionomere) avant de la mordancer.

3. Utiliser un jet d’eau pendant 20 secondes pour rincer complétement iBond® Etch. Les résidus doivent étre completement éliminés de la cavité.

4. Sécher la cavité avec de I'air exempt d’huile (ne pas assécher la dentine!). La surface de I'émail mordancé doit étre d’un blanc crayeux. En cas de contamination de la surface
de la dent (par ex. avec de la salive), le mordangage doit étre renouvelé (pendant un temps d’action maximum de 10 secondes).

5. Poursuivre le traitement d’obturation avec I'adhésif (par ex. iBond® Total Etch) et le composite (par ex. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) selon les instructions du fabricant.

Instructions

iBond® Etch Gel peut étre appliqué a I'aide d’un pinceau ou d’une canule, et iBond® Etch Fluid & I'aide d’un pinceau. Les pinceaux et les canules sont & usage unique.

Aprés avoir appliqué le gel, tirer le piston Iégerement vers I'arriere. Aprés utilisation, reboucher iBond® Etch Gel et iBond® Etch Fluid avec le capuchon ou le bouchon approprié.

Recommandations:

Réservé uniquement & I'usage dentaire et pour les indications recommandées. Conserver hors de portée des enfants

Conservation

Conserver le produit a des températures inférieures a 25°C (77°F). Ne pas utiliser le matériau aprés sa date limite d’utilisation.

Veuillez rappeler le numéro de lot et la date limite d'utilisation dans toute correspondance a propos du produit. Date limite d’utilisation £ et numéro de lot : Voir I'inscription sur

la seringue/I'emballage. Recycler I'emballage uniquement lorsqu’il est complétement vide. Les restes de liquide de mordancage peuvent étre éliminés avec les eaux usées

lorsqu’ils ont d’abord été fortement dilués dans de I'eau ou neutralisés. Mise a jour de I'information: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Descripcion del producto

iBond® Etch Gel y Fluid son materiales de grabado compuestos de &cido ortofosfdrico. Se utilizan para grabar el esmalte y acondicionar la dentina en los procedimientos de
obturacion adhesiva.

Composicién

iBond® Etch 20 Gel contiene Acido fosférico al 20 %.

iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid contienen &cido fosforico al 35 %.

Los productos contienen ademds espesantes, pigmentos y agua.

Indicaciones

Grabado del esmalte y del esmalte/dentina con la técnica de grabado total previa a la fijacion adhesiva de:

* Restauraciones de composite y compomero ® Restauraciones indirectas (p. €j., inlays, coronas, puentes, carillas) fabricadas en el laboratorio e Sellados

Contraindicaciones

 Aplicacion en la dentina préxima a la pulpa (menos de 1 mm) ® No debe utilizarse en caso de hipersensibilidad conocida a iBond® Etch

Efectos secundarios

En raras ocasiones, este producto o alguno de sus componentes pueden provocar reacciones alérgicas. En caso de sospecha, solicite al fabricante informacion acerca de los
componentes.

Interacciones

Los materiales de revestimiento y de base, como el hidréxido de calcio, pueden disolverse con acido en funcién de su tipo y composicion.

Advertencias/precauciones

iBond® Etch 20 Gel contiene acido fosforico al 20 % y es irritante. iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid contienen &cido fosférico al 35 % y pueden provocar quemaduras quimicas.
Puede causar irritacion ocular. Evite el contacto con las encias, la piel, los ojos o los dientes colindantes. En caso de contacto con la mucosa bucal, enjuague bien con agua
abundante. En caso de ingestion, enjuague bien la boca con agua y luego beba grandes cantidades de agua. Consulte a un médico. En caso de contacto con la piel, enjuague
bien con agua y jabdn. En caso de contacto con los ojos, enjuague bien con agua y solicite atencion médica. Utilice guantes de proteccion adecuados. Evite el contacto con la
piel. Utilice ropa protectora adecuada. Utilice gafas/mascara facial de seguridad. Quitese de inmediato la ropa contaminada con iBond® Etch 35 Gel o iBond® Etch 35 Fluid.

Instrucciones de uso (ES)

Aplicacion

Antes del tratamiento, limpie cuidadosamente el diente con pasta de pulir sin fluoruro.

Se recomienda utilizar un dique de goma.

1. Tras la preparacion, enjuague la cavidad de acuerdo con el procedimiento de obturacion adhesiva y seque con aire sin aceite.

2. Empezando por las zonas biseladas del esmalte, aplique iBond® Etch en toda la superficie de la cavidad, incluida la dentina. Asegurese de que el esmalte se grabe durante al
menos 20 segundos y no més de 30 segundos, asi como de que la dentina se acondicione durante al menos 15 segundos y no mas de 20 segundos. Cuando utilice iBond®
Etch 35 Gel o iBond® Etch 35 Fluid, preste especial atencion al cumplimiento del tiempo de permanencia en la dentina. En estas zonas es posible reducir el tiempo a 15
segundos para evitar un sobregrabado. Si lo desea, aplique iBond® Etch Ginicamente en el esmalte y deje actuar durante un méximo de 30 segundos. Grabe el esmalte no
preparado (p. ej., en caso de sellado de fisuras) durante al menos 30 segundos y no més de 60 segundos. En caso de esmalte fluorado, también puede ser necesario no
grabar durante mas de 60 segundos.

Atencion: en caso de cavidades profundas, se recomienda cubrir la dentina proxima a la pulpa con un preparado de hidréxido de calcio y una base (p. ej., cemento de ionémero
de vidrio) antes del grabado.

3. Utilice un pulverizador de agua durante 20 segundos para enjuagar completamente el producto iBond Etch. Asegirese de que no quedan restos en la cavidad.

4. Seque la cavidad con aire sin aceite (no seque la dentina). La superficie del esmalte grabado debe presentar un color blanco calcareo. En caso de contaminacion de la super-
ficie del diente (p. €j., con saliva), el grabado debe repetirse (durante un tiempo de permanencia de 10 segundos como méximo).

5. Proceda con el tratamiento con el adhesivo (p. ej., iBond® Total Etch) y el composite (p. ej., VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

Instrucciones

iBond® Etch Gel puede aplicarse con un cepillo 0 una canula, e iBond® Etch Fluid puede aplicarse con un cepillo. Tanto los cepillos como las canulas son de un solo uso.

Suelte el émbolo después de aplicar el gel. Una vez utilizado, cierre el producto iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid con el tapdn o capuchén adecuados.

Instrucciones especiales:

El producto solo debe ser utilizado por odontdlogos y para el fin para el que ha sido previsto. Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Condiciones de almacenamiento

Consérvese a temperaturas inferiores a 25°C (77°F). No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Indique el nimero de lote y la fecha de caducidad en toda la

correspondencia acerca del producto. Fecha de caducidad £ y nimero de lote o1 véase la nota en la jeringa o el envase. Recicle solo los envases completamente vacios. Los

restos de liquido de grabado pueden eliminarse en las aguas residuales si estan muy diluidos con agua o neutralizados. Revision: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Descrizione del prodotto

iBond® Etch Gel e Fluid sono agenti mordenzanti a base di acido ortofosforico. Vengono impiegati per mordenzare lo smalto e condizionare la dentina nell’ambito dell’odontoiatria
restaurativa adesiva.

Composizione

iBond® Etch 20 Gel contiene acido fosforico al 20 %. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contiene acido fosforico al 35 %. | prodotti contengono addensanti, pigmenti, acqua.

Indicazioni

Mordenzatura dello smalto e mordenzatura di smalto/dentina nell’ambito della tecnica “total etch” prima dell’applicazione adesiva di:

* Restauri in composito e in compomero e Restauri indiretti, prefabbricati in laboratorio (ad es. inlay, corone, ponti, faccette) e Sigillanti

Controindicazioni

* Applicazione sulla dentina in prossimita della polpa (distanza inferiore a 1 mm) e Non utilizzare in caso di ipersensibilita nota verso iBond® Etch

Effetti collaterali

Questo prodotto o i suoi componenti possono causare reazioni allergiche in determinati casi. In caso di dubbio, rivolgersi al produttore per informazioni sugli ingredienti.
Interazioni

A seconda della tipologia e della composizione, i liners e le basi, ad esempio I'idrossido di calcio, possono sciogliersi a contatto con I'acido.

Avvertenze/precauzioni

iBond® Etch 20 Gel contiene acido fosforico al 20 % ed ¢ irritante. iBond Etch 35 Gel e Fluid 35 contengono acido fosforico al 35 % e possono causare ustioni chimiche. Possono
inoltre irritare gli occhi. Evitare il contatto con la gengiva, la cute, gli occhi o i denti adiacenti. In caso di contatto con la mucosa orale, sciacquare accuratamente con abbondante
acqua.

In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca con acqua, poi bere abbondante acqua. Consultare un medico. In caso di contatto con la cute, sciacquare accuratamente
con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente con acqua e consultare un medico. Indossare adeguati guanti protettivi. Evitare il contatto con
la cute. Indossare indumenti protettivi. Indossare occhiali protettivi/mascherina per il viso. Togliere immediatamente eventuali indumenti contaminati con iBond® Etch 35 Gel o
iBond® Etch 35 Fluid.

Istruzioni per 'uso @

Applicazione

Prima del trattamento, pulire accuratamente il dente con pasta lucidante priva di fluoro.

Si raccomanda di utilizzare una diga in gomma.

1. Dopo la preparazione, sciacquare la cavita in conformita con il tipo di restauro adesivo e asciugarla con aria priva di olio.

2. Partendo dalle zone di smalto preparate, applicare iBond® Etch sull’intera superficie cavitaria, inclusa la dentina. Accertarsi che lo smalto venga mordenzato per almeno 20s
ma non pili a lungo di 305, e che la dentina venga condizionata per almeno 15 ma non piti a lungo di 20's. Se si utilizza iBond® Etch 35 Gel/Fluid, rispettare scrupolosamente
il tempo di azione sulla dentina. In queste zone & possibile ridurre il tempo a 15 per evitare un’eccessiva mordenzatura. Se si desidera, applicare solo iBond® Etch sullo smalto
e lasciare agire al massimo per 30s. Mordenzare lo smalto non preparato, ad es. in caso di sigillatura di fessure, per almeno 30s e non pitl a lungo di 60s. In caso di smalto
fluorizzato, puo essere necessaria una mordenzatura per un tempo non superiore a 60s.
Attenzione: In caso di cavita profonde, si consiglia di coprire la dentina vicino alla polpa con un preparato a base di idrossido di calcio e una base (ad es. cemento vetroiono-
merico) prima della mordenzatura.

3. Lavare accuratamente la cavita trattata con iBond Etch per 20's con getto d’acqua. Non devono rimanere residui del prodotto all'interno della cavita.

4. Asciugare la cavita con aria priva di olio (attenzione a non essiccare la dentina!). La superficie mordenzata dello smalto deve apparire di colore bianco gesso. In caso di con-
taminazione della superficie dentale (ad es. a causa della saliva), & necessario ripetere la mordenzatura (per un tempo massimo di azione di 10 s).

5. Proseguire il trattamento con I'adesivo (ad es. iBond® Total Etch) e il composito (ad es. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) rispettando le istruzioni del produttore.

Istruzioni

iBond® Etch Gel puo essere applicato con un micro-brush o una cannula; iBond® Etch Fluid pud essere applicato con un micro-brush. Sia i micro-brush che le cannule sono prodotti

esclusivamente monouso. Rilasciare lo stantuffo dopo aver applicato il gel. Dopo I'uso, chiudere iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid con il rispettivo tappo o cappuccio.

Istruzioni speciali:

Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da odontoiatri e in conformita con la rispettiva finalita d’uso. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Condizioni di conservazione

Conservare a temperature inferiori a 25°C (77°F). Non utilizzare il materiale dopo la data di scadenza. Si prega di indicare il numero di lotto e la data di scadenza in tutta I'even-

tuale corrispondenza sul prodotto. Data di scadenza £ e numero di lotto ko1 vedere le indicazioni sulla siringa/confezione.

Destinare la confezione al riciclaggio solo se completamente vuota. Eventuali rimanenze di liquido mordenzante possono essere smaltite nelle acque di scarico se il prodotto &

stato altamente diluito con acqua o neutralizzato. Aggiornamento al: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Instrucdes de uso
Descrigdo do produto

iBond® Etch Gel e iBond® Etch Fluid sdo agentes de condicionamento constituidos & base de acido ortofosforico. A utilizacéo destes produtos € indicada para o condicionamento
de esmalte e dentina no processo de tratamento com restauracéo adesiva.

Composicao

iBond® Etch 20 Gel contém 20% de 4cido fosforico. iBond® Etch 35 Gel/Fluid contém 35% de écido fosférico. Estes produtos contém ainda agentes espessantes, pigmentos
e dgua.

Indicacdes

Condicionamento de esmalte e esmalte/dentina na técnica de condicionamento total (total etch) prévio a restauracéo adesiva de:

* Restauragdes de resina composta e compdmero ® Restauracdes indiretas realizadas em laboratdrio, (como inlays, coroas, proteses parciais e facetas) e Selantes
Contra-indicagoes

* Aplicacdo a dentina proxima da polpa (a menos de 1 mm)  Nao usar em casos de pacientes com sensibilidade ao iBond® Etch

Efeitos secundarios

Este produto ou um dos seus componentes podem, em casos especificos, provocar reacdes alérgicas. Em caso de suspeita de reacéo alérgica, é possivel obter informacdes
sobre a composicdo com o fabricante.

Interagdes

Materiais de forramento e base, como o hidréxido de calcio, podem ser dissolvidos pelo 4cido, dependendo do seu tipo e composicao.

Avisos / precaugdes

iBond® Etch 20 Gel contém 20% de &cido fosforico e é um irritante. iBond Etch 35 Gel e Fluid 35 contém 35% de &cido fosférico e pode provocar queimaduras quimicas. Pode
irritar os olhos. Evite o contato com a gengiva, pele, olhos e os dentes adjacentes. Em caso de contato com a mucosa oral, lave cuidadosamente com agua em abundancia. Em
caso de ingestdo, lave cuidadosamente a boca com dgua em abundancia e beba bastante dgua. Consulte um médico. Em caso de contato com a pele, lave cuidadosamente com
sabdo e 4gua em abundancia. Em caso de contato com os olhos, lave com dgua em abundéncia e consulte um médico. Use luvas de protecao adequadas. Evite o contato com a
pele. Use roupas protetoras. Use dculos de seguranca / protecao para o rosto. Remova imediatamente as roupas contaminadas com iBond® Etch 35 Gel ou iBond® Etch 35 Fluid.

Aplicacao

Antes do tr ), limpe cuidadc 0 dente com pasta de polimento sem fltior.

E recomendada a utilizagdo de isolamento absoluto.

1. Apds o preparo, enxague a cavidade de acordo com procedimento para restauracao adesiva e seque com jato de ar livre de dleo.

2. Comegando a partir das dreas de esmalte biseladas, aplique iBond® Etch a toda a superficie da cavidade, incluindo a dentina. Certifique-se que o esmalte é condicionado por
pelo menos 20s e ndo mais de 30s, e a dentina por pelo menos 15s e ndo mais de 20s. Ao usar iBond® Etch 35 Gel/Fluid, tenha atengdo especial a cumprir o tempo de per-
manéncia na dentina. E permitido reduzir o tempo para 15s nestas areas para evitar sobrecondicionamento. Se desejar, aplique apenas iBond® Etch ao esmalte e deixe atuar
por um méximo de 30s. Condicione o esmalte ndo preparado, como em casos de selagem de fissuras, por pelo menos 30s e ndo mais de 60s. No caso do esmalte fluoretado,
também pode ser necessario um tempo de condicionamento de ndao mais de 60s.

Aviso: No caso de cavidades profundas, recomendamos recobrir a dentina proxima da polpa com um preparo de hidroxido de célcio e uma base (como cimento a base de
iondmero de vidro) antes do condicionamento.

3. Use spray de agua por 20s para enxaguar completamente o iBond Etch. Nao devera restar qualquer material na cavidade.

4. Seque a cavidade com jato de ar livre de dleo (n@o seque a dentina!). A superficie do esmalte condicionado deve ficar com uma aparéncia semelhante a giz branco. No caso
de contaminacéo da superficie do dente (como com saliva), deve-se repetir o condicionamento (até um méximo de 10 s de tempo de permanéncia).

5. Continue o procedimento com adesivo (como iBond® Total Etch) e resina composta (como VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) segundo as instrucdes do fabricante.

Instrucdes

0 iBond® Etch Gel pode ser aplicado usando um pincel ou uma cénula, e o iBond® Etch Fluid pode ser aplicado com um pincel. Tanto os pincéis como as canulas devem ser de

utilizagdo tnica. Solte 0 émbolo apds a aplicagdo do gel. Depois da utilizagdo, feche a embalagem do iBond® Etch Gel e do iBond® Etch Fluid com tampa adequada.

Instrucdes especiais:

Para utilizag&o exclusiva oor profissional em Odontologia e para o uso a que se destina. Manter fora do alcance de criancas.

Condigdes de conservagao

Conservar em temperatura abaixo de 25°C (77°F). Nao usar o material apds expirada a data de validade. Indicar o nimero de lote e a data de validade em toda e qualquer cor-

respondéncia sobre o produto. Data de validade % e nimero de lote =1l: vide seringa/embalagem.

Enviar para reciclagem apenas embalagens completamente vazias. Sobras do produto podem ser descartadas em dgua correntes se bem diluidas com dgua ou neutralizadas.

Ultima revisdo: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Productbeschrijving

iBond® -etsgel en etsvloeistof zijn etsmiddelen op basis van fosforzuur. Ze worden gebruikt om glazuur te etsen en het dentine te conditioneren bij de adhesieve vultherapie.
Samenstelling

iBond® Etch 20 Gel bevat 20 % fosforzuur. iBond® Etch 35 Gel/Fluid bevat 35 % fosforzuur.

De producten bevatten verder verdikkingsmiddelen, pigmenten en water

Indicaties

Etsen van glazuur en etsen van glazuur/dentine bij toepassing van de Total Etch techniek voor het met adhesief hechten van:

* Composiet- en compomeerrestauraties © In het laboratorium vervaardigde, indirecte restauraties (bv. inlays, kronen, bruggen en veneers) e Sealants

Contra-indicaties

 Gebruik op dentine dichtbij de pulpa (minder dan 1 mm) e Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor iBond® Etch

Bijwerkingen

Dit product of een van de bestanddelen kan in bepaalde gevallen een allergische reactie veroorzaken. Bij vermoeden van een allergische reactie kan de fabrikant informatie
verschaffen over de ingrediénten.

Gebruiksaanwijzing @

Interacties
Afhankelijk van het type en de samenstelling kunnen onderlaagmaterialen, zoals calciumhydroxide, door het zuur worden opgelost.
Waarschuwingen/voorzor I

g g
iBond® Etch 20 Gel bevat 20% fosforzuur en is een irriterende stof. iBond® Etch 35 Gel en Fluid 35 bevatten 35% fosforzuur en kunnen chemische brandwonden veroorzaken.
Kan de ogen irriteren. Contact met het tandvlees, de huid, ogen of naburige gebitselementen vermijden. Bij contact met het mondslijmvlies, grondig met veel water spoelen.

Bij doorslikken, de mond grondig met water spoelen en vervolgens veel water drinken. Raadpleeg een arts. Bij contact met de huid, grondig met water en zeep spoelen. Bij
contact met de ogen, grondig met water spoelen en medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende handschoenen. Vermijd contact met de huid. Draag beschermende
kleding. Draag een veiligheidsbril /gezichtsbescherming. Kleding waarop iBond® Etch 35 Gel of iBond® Etch 35 Fluid is gemorst onmiddellijk verwijderen.

Toepassing

De elementen voor de behandeling zorgvuldig reinigen met een fluoridevrije polijstpasta.

Het gebruik van cofferdam wordt aanbevolen.

1. Spoel, de caviteit na preparatie overeenkomstig de algemene richtlijnen van de adhesieve vultherapie en droog met olievrije lucht.

2. Breng iBond® Etch aan op het gehele opperviak van de caviteit, inclusief het dentine; begin bij de bevel in het glazuur. Zorg dat het glazuur gedurende minimaal 20 sec maar
niet langer dan 30 sec wordt geétst, en dat het dentine minimaal 15 sec maar niet langer dan 20 sec wordt geconditioneerd. Hou bij gebruik van iBond® Etch 35 Gel/Fluid de
aangegeven inwerktijd op dentine goed aan. Om overetsen te voorkomen, mag de contactduur in deze gebieden tot 15 sec worden verkort. Breng iBond® Etch, indien gewenst,
alleen op het glazuur aan en laat het maximaal 30 sec inwerken. Ets onbeslepen glazuur, bv. bij fissuurverzegeling, gedurende minimaal 30 sec maar niet langer dan 60 sec.
Als het glazuur gefluorideerd is, kan maximaal 60 sec etsen nodig zijn.

Let op: Bij diepe caviteiten raden we aan het dentine in de buurt van de pulpa vodr het etsen af te dekken met calciumhydroxidepreparaat en een onderlaag (bv. glasionomeer-
cement).

3. Gebruik een waterspray om iBond® Etch gedurende 20 sec volledig weg te spoelen. De caviteit mag absoluut geen restanten bevatten.

4. Droog de caviteit met olievrije lucht (droog het dentine echter niet uit!). Het geétste glazuuroppervlak dient er krijtwit uit te zien. In geval van contaminatie van het tandop-
perviak (bv. met speeksel), moet opnieuw worden geétst (maximale inwerktijd 10 sec).

5. Zet de behandeling met een adhesief voort (bv. iBond® Total Etch) en composiet (bv. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

Instructies

iBond® Etch Gel kan met een applicatietip of een canule worden aangebracht. iBond® Etch Fluid kan met een applicatietip worden aangebracht. Applicatietips en canules mogen

slechts één keer worden gebruikt. Haal de druk van de plunjer nadat de gel is aangebracht. Plaats na gebruik de juiste stop of dop op de iBond® Etch Gel en iBond® Etch Fluid.

Speciale aanwijzingen:

Deze producten mogen uitsluitend voor het beoogde doel door tandartsen worden gebruikt. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Opslagcondities

Bewaren bij temperaturen onder 25°C (77°F). Het materiaal na de vervaldatum niet meer gebruiken. Vermeld bij alle correspondentie over het product het lotnummer en de

vervaldatum.

Vervaldatum 2 en lotnummer ker: Zie vermelding op de spuit/verpakking. De verpakking moet geheel leeg zijn voordat hij wordt gerecycled. Resterende etsvloeistof mag via de

riolering worden afgevoerd, mits het sterk is verdund met water of geneutraliseerd is. Status: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Bruksanvisning @
Produktbeskrivning

iBond® Etch gel och vatska ar etsningspreparat baserade pa ortofosforsyra. De anvénds for att etsa emalj och konditionera dentin i samband med adhesiv fyllningsterapi.
Innehall

iBond® Etch 20 gel innehaller 20 % fosforsyra.

iBond® Etch 35 gel/vétska innehaller 35 % fosforsyra.

Produkterna innehaller dessutom fortjockningsmedel, pigment och vatten.

Indikationer

Emaljetsning och emalj/dentinetsning i samband med "total etch”-metoden fore adhesiv bonding av:

* Komposit- och kompomerersattningar e Laboratorietillverkade, indirekta ersattningar (t.ex. inlays, kronor, broar och fasader) e Férseglingar

Kontraindikationer

 Applicering pa dentin néra pulpan (mindre &n 1 mm) e Anvand inte produkten om patienten &r dverkanslig mot iBond® Etch

Biverkningar

Denna produkt eller nagon av dess komponenter kan i vissa fall orsaka allergiska reaktioner. Om det finns misstanke om detta kan information om innehallsamnena erhallas fran
tillverkaren.

Interaktioner

Liner och basmaterial, t.ex. kalciumhydroxid, kan Idsas upp av syran, beroende pé deras typ och sammansattning.

Varningar/férsiktighetsatgérder

iBond® Etch 20 gel innehaller 20 % fosforsyra och &r ett retmedel. iBond Etch 35 gel och vétska 35 innehller 35 % fosforsyra och kan orsaka kemiska brannskador.

Kan irritera 6gonen. Undvik kontakt med tandkétt, hud, dgon och intilliggande tander. Vid kontakt med munslemhinnan, skdlj noga med rikligt med vatten.

Vid nedsvaljning, skdlj munnen noga med vatten och drick sedan rikligt med vatten. Kontakta lakare. Vid hudkontakt, skolj noga med tvél och vatten. Vid Ggonkontakt, skdlj noga
med vatten och uppsok lékare. Anvénd Iampliga skyddshandskar. Undvik hudkontakt. Anvand skyddskldder. Anvénd skyddsglasdgon/ansiktsskydd. Ta omedelbart av plagg som
kontaminerats med iBond® Etch 35 gel eller iBond® Etch 35 vatska.

Applicering

Fore behandling ska tanden rengdras noga med fluorfri polerpasta.

Anvéndning av kofferdam rekommenderas.

1. Efter preparation ska kaviteten skdljas i enlighet med adhesiv fyllningsterapi och torkas med oljefri tryckluft.

2. Borja vid de fasade emaljomradena och applicera iBond® Etch pé hela kavitetens yta, inklusive dentinet. Kontrollera att emaljen etsas i minst 20 sek. och hdgst 30 sek., och
att dentinet konditioneras i minst 15 sek. och hdgst 20 sek. Nér du anvander iBond® Etch 35 gel/vétska bér du vara sérskilt noga med att folja behandlingstiden for dentinet.
Tiden kan reduceras till 15 sek. i dessa omraden for att undvika alltfor kraftig etsning. Om sa onskas kan iBond® Etch appliceras enbart pa emaljen dar den far sitta kvar i
hogst 30 sek. Etsa opreparerad emalj, t.ex. vid fissurforsegling, i minst 30 sek. och hdgst 60 sek. Om emaljen &r fluoriderad kan det ocksé kravas etsning i hogst 60 sek.
Forsiktighet: Om kaviteterna ar djupa rekommenderar vi att dentinet néra pulpan tacks med ett kalciumhydroxidpreparat och en bas (t.ex. glasjonomercement) fore etsning.

3. Anvand vattenspray for att helt spola bort iBond Etch under 20 sek. Kaviteten maste vara helt fri fran rester.

4. Torka kaviteten med oljefri tryckluft (torka inte ut dentinet!). Den etsade emaljytan ska vara kritvit. Om tandytan kontamineras (t.ex. med saliv), maste etsningen upprepas (med
hogst 10 sek. uppehallstid).

5. Utfor ytterligare behandling med adhesiv (t.ex. iBond® Total Etch) och komposit (t.ex. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) enligt tillverkarens anvisningar.

Anvisningar

iBond® Etch gel kan appliceras med en pensel eller kanyl, och iBond® Etch vétska kan appliceras med en pensel. Saval penslar som kanyler ar endast for engangsbruk.

Slépp kolven nér du applicerat gelen. Efter anvandning tillsluts iBond® Etch gel och iBond® Etch vatska med tilldmplig(t) propp eller lock.

Sérskilda anvisningar:

Endast for anvandning av tandlakare och for avsett anvandningsomrade. Forvaras utom rackhall for barn.

Férvaringsvillkor

Forvaras vid temperaturer under 25°C (77°F). Anvand inte materialet efter utgangsdatumet.

Uppge batchnummer och utgangsdatum i all korrespondens om produkten.

Utgangsdatum £ och batchnummer [t : Se uppgift pa spruta/forpackning.

Endast helt tomda forpackningar far Imnas till tervinning. Resterande etsningsvétska kan spolas ut i avloppet om den ar kraftigt utspadd med vatten eller neutraliserad.

Version: 2009-07



iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Brugervejledning
Produktbeskrivelse

iBond® Etch gel og vaeske er atsmidler baseret pa orthophosphorsyre. De anvendes til at stse emalje og dentin i forbindelse med adhaesive fyldninger.

Sammensatning

iBond® Etch 20 gel indeholder 20 % fosforsyre. iBond® Etch 35 gel/vaeske indeholder 35 % fosforsyre.

Produktet indeholder desuden fortykningsmidler, pigmenter, vand

Indikationer

Emaljezetsning og emalje-/dentinatsning i forbindelse med den totale atsteknik inden adhesivbonding af:

* Restaureringer af komposit- og kompomermaterialer  Laboratoriefremstillede, indirekte restaureringer (fx inlays, kroner, broer, facader) e Fissurforseglinger
Kontraindikationer

* Anvendelse i dentin teet pa pulpa (mindre end 1 mm)

* Ma ikke anvendes i tilflde af kendt overfalsomhed over for iBond® Etch

Bivirkninger

Dette produkt eller en af dets komponenter kan i seerlige tilfeelde forarsage allergiske reaktioner. Hvis der er mistanke herom, kan der rekvireres oplysninger om indholdsstofferne
fra fabrikanten.

Interaktioner

Liner- og bunddaekningsmaterialer, som fx calciumhydroxid, kan afhangigt af deres type og sammensetning blive oplgst af syren.

Advarsler/forholdsregler

iBond® Etch 20 gel indeholder 20 % fosforsyre og er et lokalirriterende stof. iBond Etch 35 gel og vaeske 35 indeholder 35 % fosforsyre og kan forarsage kemisk forbreending. Kan
irritere gjnene. Undga kontakt med gingiva, hud, gjne og de tilstedende teender. | tilfeelde af kontakt med mundslimhinden skal der skylles grundigt med rigelige mangder vand.
Hvis det indtages, skal munden skylles grundigt mund med vand, og patienten skal derefter drikke rigeligt vand. Seg leege. | tilfeelde af hudkontakt vaskes huden grundigt med
vand og sebe. | tilfeelde af kontakt med gjnene skal de skylles grundigt med vand, og der skal sages laege. Baer beskyttelseshandsker. Undga hudkontakt. Baer beskyttelsespé-

Anvendelse

Inden behandlingen startes, skal tanden forsigtigt pudses med fluorfri poleringspasta.

Det tilrades at bruge kofferdam.

1. Efter preeparation skylles kaviteten ifalge adhaesive fyldningsprincipper og terres med oliefri luft.

2. Start fra de facetterede emaljeomrader og applicer iBond® Etch pa hele kavitetens overflade, ogsa dentinen. Serg for at &tse emaljen i mindst 20 og ikke mere end 30 sek.,
og dentinen i mindst 15 og ikke mere end 20 sek. Ved anvendelse af iBond® Etch 35 gel/vaeske skal der isaer passes pa tidsperioden for dentinen. Det er acceptabelt at
reducere tidsperioden i disse omréader til 15 sek. for at undga overeetsning. iBond® Etch kan om gnsket kun appliceres pa emaljen og blive siddende i maks. 30 sek. £ts
upreepareret emalje, fx ved fissurforsegling, i mindst 30 og ikke over 60 sek. I tilfeelde af fluorideret emalje kan det ogsé veere ngdvendigt at setse i maks. 60 sek.

Forsigtig: | tilfeelde af dybe kaviteter tilrades det at deekke dentinen naer pulpa med calciumhydroxid og bunddeekning (fx glasionomercement) inden atsning.

3. Brug trefunktionssprojten til at skylle iBond Etch helt af i 20 sek. Kaviteten skal vaere fuldsteendigt fri for rester.

4. Tor kaviteten med oliefri luft (dentinen ma ikke udterres!). Den etsede emaljeoverflade skal have et kridtet hvidt udseende. Hvis tandoverfladen kontamineres (fx med spyt),
skal @tsningen gentages (i maks. 10 sek.).

5. Resten af behandlingen med adhzsiv (fx iBond® Total Etch) og kompositmateriale (fx VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) udferes i overensstemmelse med fabrikantens
vejledninger.

Vejledninger

iBond® Etch gel kan appliceres med en pensel eller kanyle, og iBond® Etch vaeske kan appliceres med en pensel. Bade pensler og kanyler er udelukkende beregnet til engangs-

brug. Giv slip pa stemplet efter applicering af gelen. Efter anvendelse skal iBond® Etch gel og iBond® Etch veeske lukkes med den korrekte prop eller hette.

Seerlige vejledninger:

M kun anvendes af tandlager og til den tilsigtede anvendelse. Skal opbevares utilgaengeligt for bgrn.

Opbevaring

Opbevares under 25°C (77°F). Materialet mé ikke anvendes efter dets udlgbsdato.

Angiv batchnummer og udlgbsdato i al korrespondance angaende produktet.

Udlgbsdato £ og batchnummer kot : Se meerkat pa sprojte/emballage.

Kun helt tomme pakninger ma genbruges. Tiloversbleven atsmiddel kan haeldes ud i vasken, hvis det fortyndes kraftigt med vand eller neutraliseres.

Ajourfart: 2009-07

klaedning. Beer beskyttelsesbriller/ansigtsskaerm. Bekledning, der er kontamineret med iBond® Etch 35 gel eller iBond® Etch 35 vaeske, skal straks tages af.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Bruksanvisning
Produktbeskrivelse

iBond® etsegel og etsevaske er etsemidler basert pa ortofosfatsyre. De brukes til & etse emalje og kondisjonere dentinet i sammenheng med adhesiv fyllingsterapi.
Sammensetning

iBond® Etch 20 Gel inneholder 20 % fosforsyre.

iBond® Etch 35 Gel inneholder 35 % fosforsyre.

Produktene inneholder ogsa tykningsmidler, pigmenter og vann

Indikasjoner

Emaljeetsing og emalje/dentinetsing i sammenheng med total etsingsteknikk fer adhesivbonding av:

* Kompositt- og kompomerrestaureringer ® Laboratorietilvirkede, indirekte restaureringer (f.eks. inlays, kroner, broer, belegg) e Forseglingsmateriale

Kontraindikasjoner

 Pafpring pa dentin neer pulpaen (mindre enn 1 mm) e Skal ikke brukes ved forekomst av kjent hypersensitivitet ovenfor iBond® Etch

Bivirkninger

Produktet eller en av dets komponenter kan i enkelte tilfeller forarsake allergiske reaksjoner. Ved mistanke om et slikt tilfelle, kan informasjon om innholdsstoffene skaffes fra
produsenten.

Interaksjoner

Liner og grunnmateriale, som f. eks. kalsiumhydroksid kan opplgses av syren, avhengig av type og sammensetning.

Advarsler/forholdsregler

iBond® Etch 20 Gel inneholder 20 % fosforsyre og er et irritament. iBond Etch 35 Gel og Fluid 35 inneholder 35 % fosforsyre og kan forarsake kjemisk forbrenning. Kan irritere
oyne. Unnga kontakt med gingiva, hud, oyne eller nabotenner. | tilfelle det oppstér kontakt med oral mukosa, skyll grundig med store mengder vann.

Ved svelging skyll munnen grundig med vann og drikk deretter store mengder vann. Kontakt en lege. | tilfelle det kommer i kontakt med huden, skyll grundig med sape og vann.
| tilfelle det kommer i kontakt med oynene skyll rikelig med vann og radfer deg med lege hvis nedvendig. Bruk passende vernehansker. Unngé kontakt med huden. Ha pa
beskyttende Kleer. Bruk vernebriller/ansiktsvern. Fiern omgéende kleer som er blitt kontaminerte med iBond® Etch 35 Gel eller iBond® Etch 35 Fluid.

Péforing

For behandlingen, rens tannen forsiktig med fluoridfri poleringspasta.

Det anbefales & bruke en kofferdam av gummi.

1. Etter prepareringen, skyll kaviteten i henhold til adhesiv fyllingsterapi og terk med oljefri luft.

2. Begynn paferingen i de fasete emaljeomrédene og fortsett & pafore iBond® Etch over hele kavitetflaten, innbefattet dentinet. Serg for at emaljen etses i minst 20 sek. og ikke
lengre enn 30 sek., og at dentinet kondisjoneres i minst 15 sek. og ikke lengre enn 20 sek. Ved bruk av iBond® Etch 35 Gel/Fluid, veer spesielt papasselig med & etterkomme
paferingstiden pa dentinet. | disse omradene er det tillatt & redusere tiden til 15 sek. for & unnga overetsing. Hvis ensket, pafer iBond® Etch bare pa emaljen og la den stivne i
maks. 30 sek. Upreparert emalje ved f.eks. sprekkforsegling, etses i minst 30 sek. og ikke lengre enn 60 sek. Ved fluortilsatt emalje, kan det ogsa vaere ngdvendig med etsing
som ikke overgar 60 sek.

Forsiktig: Ved dype kaviteter, anbefaler vi & dekke dentinet naer pulpa med en preparering av kalsiumhydroksid og en base (f.eks. glassionomersement) far etsingen starter.

3. Bruk en vannsprayer i 20 sek. for a skylle iBond Etch helt ut. Kaviteten ma veere helt fri for rester.

4. Tork kaviteten med oljefri luft (ikke tark ut dentinet!). Den etsede emaljeflaten skal se kritthvit ut. I tilfelle det oppstar kontaminasjon av tannoverflaten (f.eks. med saliva), mé
etsingen gjentas (med maks. 10 sek. paferingstid).

5. Utfar videre behandling med adhesiv (f.eks. iBond® Total Etch) og komposittmaterialer (f.eks. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) i henhold til produsentens anvisninger.

Anvisninger

iBond® Etch Gel kan pafores med en pensel eller kanyle, og iBond® Etch Fluid kan paferes med en pensel. Pensler og kanyler er kun til engangsbruk.

Lasne stempelet etter at gelen er pafort. Lukk iBond® Etch Gel og iBond® Etch Fluid med riktig propp eller hette etter bruk.

Spesielle instrukser:

Skal kun brukes av tannleger og kun til tiltenkt formél. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevaringsforhold

Oppbevar i temperaturer under 25°C (77°F). Ikke bruk materialet etter utlgpsdatoen.

Oppgi partinummeret og utlgpsdatoen i all korrespondanse angaende produktet

Utlgpsdato  og partinummer (= : Se opptegnelse pé sproyte/emballasje.

Resirkuler bare emballasjer som er helt tomme. Gjenstaende etseveeske kan tommes med avfallsvann hvis den er sterkt opplest med vann eller ngytralisert.

Redaksjonen avsluttet: 2009-07
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Tuotekuvaus

iBond® Etch -geeli ja -neste ovat ortofosforihappopohjaisia etsausaineita. Niitd kaytetddn hammaskiilteen etsaukseen ja hammasluun korjaukseen adhesiivisessa paikkauk-
sessa.

Koostumus

iBond® Etch 20 -geeli siséltad 20 % fosforihappoa.

iBond® Etch 35 -geeli/neste sisdltaa 35 % fosforihappoa.

Liséksi tuotteet siséltavét sakeutusaineita, vériaineita, vetta.

Indikaatiot

Hammaskiilteen etsaus ja hammaskiilteen/hammasluun etsaus kokonaisetsaustekniikan yhteydessé ennen seuraavia sidostamistoimia:

* komposiitti- ja kompomeerirestauroinnit  laboratoriovalmisteiset, epasuorat restauroinnit (esim. inlay, kruunut, sillat, fasadit) e tiivisteaineet.
Kontraindikaatiot

* Levitetddn hammasluuhun lahelle hammasydinta (alle 1 mm) e Ei saa kayttad, jos tiedossa on yliherkkyys iBond® Etch -tuotteille.

Sivuvaikutukset

Tama tuote tai jokin sen ainesosa voi aiheuttaa tietyissa tapauksissa allergisia reaktioita. Pyyda tarvittaessa tietoja tuotteen ainesosista valmistajalta.
Interaktiot

Kaytto
Puhdista ennen késittelya t
Suosittelemme kéyttdmaan kumisuojusta.
1. Huuhtele reika valmistelun jélkeen adhesiivisen paikkaushoidon mukaisesti ja kuivaa 6ljyttomalla ilmalla.

2. Aloita vinoilta hammaskiillealueilta ja levita iBond® Etch koko reidn pinnalle, myds hammasluuhun. Huolehdi siitd, ettd hammaskiillteen etsaus kestaa vahintéén 20 ja enintéén
30 sekuntia, ja hammasluuta késitelladn vahintaan 15 ja enintéén 20 sekunnin ajan. Kéytettédessa iBond® Etch 35 -geelid/nestettd on kiinnitettdvé erityisesti huomiota ham-
masluun késittelyaikaan. Nailld alueilla aika voi olla 15 sekuntia, jotta véltetaan ylietsaantuminen. Tarvittaessa voit levittad iBond® Etch vain hammaskiilteelle ja antaa vaikut-
taa enintaén 30 sekuntia. Valmistelematonta hammakiillettd on etsattava esimerkiksi lohkeamisen yhteydessé ainakin 30 ja enintddn 60 sekuntia. Jos hammaskiille on fluo-
rattu, tarvitaan myds mahdollisesti enintéddn 60 sekunnin etsaus.

Huomio: Jos reika on syvé, suosittelemme peittdméaan hammasluun hammasytimen laheltd kalsiumhydroksidivalmisteella ja muotoiluaineella (esim. lasi-ionomeerisementilla
ennen etsausta.

3. Poista iBond Etch kokonaan huuhtelemalla vesisuihkulla 20 sekunnin ajan. Reidn tulee olla tdysin puhdas jaamista.

4. Kuivaa reikd oljyttomélld ilmalla (414 kuivaa hammasluuta!) Etsatun hammaskiillepinnan tulee olla liidunvalkoinen. Jos hampaan pinnalla on epdpuhtautta (esim. sylked), etsaus
on tehtéva uudelleen (enintéddn 10 sekunnin vaikutusaika).

5. Suorita jatkokasittely kiinnitysaineella (esim. iBond® Total Etch) ja komposiitilla (esim. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) valmistajan ohjeiden mukaan.

Ohjeet

iBond® Etch -geeli voidaan levittad harjalla tai kanyylilla, ja iBond® Etch -neste voidaan levittdé harjalla. Harjat ja kanyylit ovat ainoastaan kertakayttoisia.

Vapauta ménté geelin levityksen jélkeen. Sulje iBond® Etch -geeli ja iBond® Etch Fluid -neste kdyton jalkeen asianmukaisella korkilla tai tulpalla.

i fluorittomalla Kiillotustahnalla.

Happo voi liuottaa alustdytemateriaalia ja muotoilumateriaalia, esimerkiksi kalsiumhydroksidia, riippuen tyypistd ja koostumuksesta. Erityisohjeita:

Varoitukset/varotoimet Ainoastaan hammasléékarin kéyttoon ja suunniteltuun kayttotarkoitukseen. Silytd lasten ulottumattomissa.

iBond® Etch 20 -geeli siséltdd 20 % fosforihappoa ja aiheuttaa érsytystd. iBond Etch 35 -geeli ja -neste 35 sisaltavat 35 % fosforihappoa ja voivat aiheuttaa kemiallisia pal - Sailytysolosut

moja. Voi drsyttaa silmid. Varo koskettamasta ikenid, ihoa, silmié tai viereisia hampaita. Jos ainetta joutuu suun limakalvolle, huuhtele huolellisesti runsaalla vedelld. Jos ainetta Séilyté alle 25°C (77°F) lampotilassa. Ei saa kéyttéé vimeisen kéyttopéivén jalkeen. limoita erdnumero ja vimeinen kéyttopdivé kaik tuotetta kosk kirj ihdossa

nielladn, suu on huuhdeltava huolellisesti vedelld ja sen jélkeen on juotava paljon vettd. Ota yhteys [
Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele huolellisesti vedelld ja ota yhteys ladkariin. Kéytd sopivia suoj
kasvomaskia. Riisu heti vaatteet, joihin on tippunut iBond® Etch 35 -geelid tai iBond® Etch 35 -nestetta.

riin. Jos ainetta joutuu iholle, huuhtele huolellisesti saippualla ja vedella.
itd. VAlta ihokc

Kaytd suoja- vaatetusta. Kéyta suojalaseja/

Viimeinen kayttopaivé £ ja erdnumero o : Katso ruiskussa/pakkauksessa oleva ilmoitus.
Kierréta vain téysin tyhjat pakkaukset. Jéljelld oleva etsausneste voidaan hévittéé jateveden mukana, jos se laimennetaan runsaalla vedell tai neutralisoidaan.
Painos: 2009-07
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Nepiypadi mpoidvrog

H yéAn kat To vypo iBond® Etch eivat mapdyovteg adpomoinang pe Baon to opbodwadopikd 0f0. Xpnaipomolobvtal yia Tnv adporoinen e adapavtivng Kat T TTpoeTolacia tng
obovrivng ota TAaiola g Beparteiag EUdPaing e GUYKOANTIKO UAIKO.

ZovBeon

H yéAn iBond® Etch 20 miepiéxel 20 % pwadoptkd 0g0. H yéAn/to uypd iBond® Etch 35 mepiéxouv 35 % Gpwadoptkd 00. Ta TipoidvTa TiepIEOLY ETITTAEOV TIUKVWTIKA HEDT, XPWOTIKES
Kal vepo.

Evdeitelq

Abportoinan adapavtivng kat adpotoinon adapavtivne/odovtivng ota TAaiola TG TeXVIKMG OAKIG adpottoinang Tipwv n cuykoAAnon:

© ATIoKaTaoTacewv GOVBETWY UKWV Kal GUPTIOAUPEPWY ® ‘EpECWY QTTOKATAOTAOEWY EPYAOTNPIKIC KATAOKEUNC (TL.X. EvOETa, OTEPAVES, YEPUPES, OPelc) @ YAIK®V Epdpagng
Avtevbeiteig

* Edappoyr atnv odovtivn Kova atov oA (Ayotepo amd 1 mm) e Na pn xpnolpoTioleital oe Tepimtwon yvwotriq uepevaiadnaiag oto iBond® Etch.

Mapevépyeteg

AuTO TO TIPOIGV 1} éva ATTd TA GUOTATIKA TOU HTTOPOLV, G€ GUYKEKPIPEVEC TIEPITTWOELC, Va TIPOKAAEGOLYV AANEPYIKES QVTIGPATELS. Z€ uTTodia aANEPYIKNC avTidpaong, TAnpodopieg yia
T0 0UOTATIKA UTTOPOUV va AndBO0V aTd TOV KATAGKELATH.

ANnAemdpdoeiq

YAiK@ ouSETEPOL GTPWHATOC, OTIWE TO LBPOEEISIo Tou acBeartio, eival duvatd va SlaAuBolv ard To o€d, avaloya e Tov TUTIO Kal T alvBear) TouG.

Mpoeidorotroeig/Mpodpuragelq

H yéAn iBond® Etch 20 mepiéxet 20 % dpwadopiko €0 kat eivat epediaTikr. H yéAn iBond Etch 35 Kat 0 ypo 35 Teptéxouy 35 % dwadopIko 0€0 Kat UTtopolv va TTPOKAAEGouY XNHIKA
eykadpata. Mmopei va TipokAnBei epebiopd ota patia. Na amogebyetal n emad pe Ta oUAQ, T0 SEPHA, T PATIA ) TA VEITOVIKA S0VTIQ. Z€ TIEPITITWON ETAPNAC PE TOV OTOHATIKO
BAewvoyovo, EemAbveTe kaha pe ApBovo vepo. Ze TepITITWaN KATATIOoNG, EEMAUVETE KAAQ TO GTOHA e VEPO Kal KATOTIV THEiTe AdAOVO vepo. ZupBOuAeUTEiTe Evav laTpo. € TIepiTTTWan
enagnc pe 1o SEppa, EETAUVETE KAAG pe GaTIonVL Kat vepo. Z€ TIEPITTwon emadric e Ta pdria, emAtvete KaAd pe vepo kat aupBouleuBeite évav latpd. Gopdte katdAnAa poota-
TEUTIKA yavia. Na arodelyetat n emadr pe 1o S€ppa. Gopate TPOGTATEUTIKG (HaTIopd. ®opdte yuahid acdaAeiag/mpooTateuTiko TTPOoWTIO. AdaIPETE aPéSWE TUXOV evdipata
TI0U €X0uv AepwBei pe yéAN iBond® Etch 35 1j uypd iBond® Etch 35.

Edappoyi

Mpw T Beparteia, kaBapiote TPOTEKTIKA TO SOVTL Pe OTIABWTIKN TTATTa XwPIC POOPL0. ZuviaTdTal N Xpron eAAOTIKOD aTopoVWTHPA.

. Metd tnv tpoetolpacia, EemAivete TV KOGTNTA c0Pdwva pe T Bepareia EPPpagns pe GLYKOAOUHEVA UAIKA KAl OTEYVHOTE e agpa Xwpic EAato.

. ZEKIVIOVTAC Ao TIC AELaopEVES TIEPIOXEC TG adapavtivng, epappdate iBond® Etch oe OAn Ty emupavela e kolhdtntac, supmepilappavopévng e odovtivng. Bepaiwbeite otin
adapavrivn €xel adportoindei yia TovAdxiotov 20 SeutepOAeTTTa Kat Ot Tdvw aré 30 SeutepoAeTtta kat 0Tt n oSovtivn TTpoeTolAleTal yia TouAayiotov 15 SeUTePOAETTTA Kal O)1 TTAVG
aré 20 Seutepoderta. Kata ) xprion e yéAng/tou uypol iBond® Etch 35, amarteital Saitepn Tpocoyr yia T cupHOPOWEN e Tov XpOvo Tapapovig Tiavw otnv odovtivn. H
peiwan Tou Xpovou oe 15 GeUTEPOAETITA GE AUTEC TIC TIEPLOES ival QTTOSEKTI TIPOG amoduyr uTepadpoTtoinang. Av eival mBupnTo, epappoate iBond® Etch pévo otnv adapavtivn
Kai agnote va atepeottoinBei yia 30 SeuTepOAETITA TO AVWTEPO. ASPOTIOTTE TNV U TIPOETOIIAGHEVN ASQpAVTIVN, TLX. OE TEpITTTWan EUdPAnS axlopnc, yia Toukdyotov 30 deute-
poAertTa kat Oxt Ttdvw aro 60 Sevteporertta. Emiong atnv mepinTtwon GpBoplwpévng adapavtivng, evoexopévwg va amateital adportoinan yla 6yl avw amno 60 deutepdAemta.
Mpoaoxn: Ze Tepimtwon Bablwv KothoTTwy, cuviatodpie TNV KAALYN TNE 05OVTIVNG KOVTA aTOV TIOAGO pe TIapackelaapa uSpoeidiou Tov acBeatiou kat pia Baan (Tr.x. vakoiovopepn
Kovia) Tipwv Ty adporoinan.

. Xpnalporourate Yekaapo vepou yia Ty mApn €kmAuan Tou iBond Etch yia 20 Seutepodertta. H kohdtnTa Tipémet va eivat evieAwg eAebBepn armo Tuxov umoAeippata.

. ZTEYVWOTE TNV KONOTNTA pe aépa Xwpic éAato (un oteyvwoete v odovtivn!). H adportoinpévn emipavela adapavtivng Tipémel va gaivetal Aeukr oav KipwAia. Ze TepimTwon
poAuvang e emiddavelag Tov dovtioo (T, pe aieho), n adpottoinan Tpémel va emavaAndBei (yia éva péyiato xpovo Tapapovic 10 SEVTEPOAETITWV ).

5. ExteNéote v mepaitépw Bepameia pe uyKoMNTIKO UAIKO (Tr.y. iBond® Total Etch) kat advBeto pnrivn (tr.y. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) abpdwva pie TIC 00nyieg To KaTaoKeuaotr).

0dnyieg

H yéAn iBond® Etch pmopei va edappoatei xpnatpomolavrag mveAdk! 1j kavouha Kat To uypo iBond® Etch propei va epappoatel xpnaipomolwvtag Bouptadkt. Téoo ta Bouptadkia

000 Kat 01 KavouAeg Ttpoopidoval yia pia povo xprion. Avakoudnate Tnv Ttiean ato £PPoAo PeTa Ty epappoyr e yéAng. Metd tn xprion, kAeiote ) yéAn iBond® Etch kat o vypd

iBond® Etch pe 10 kataAAnAo Tiwpa 1j Kamaxt.

E181kEG 0dnyieg:

Mpémel va xpnotyoTtoleital Hovo aroé odovTIATPOUE Kat yia T Xprian yla T omoia TtpoopileTal. ®UAGaoETe To TIPOIGV € PEPOG aTPAaLTO aTa TALdLa.

ZuvBrikeg pOAagNG

Na dpuAacoetal o Beppokpaciec katw Twv 25°C (77°F). Mn xpnotportoleite To UAIKG peTd TV nuepopnvia Aéng Tou. Mapakaolpe avadépete Tov aplBpo maptidag Kat T nuepo-

pnvia Aféng e Kabe ETTKOIVWVIQ OXETIKG [ TO TIpoidv. Huepopnvia Afgng £ kat apibpog maptidag [o1: BA. anpeiwon otn obptyya/cuokevacia. Na avakuKAWVETE Tn cuoKevasia Hovo

otav eivat eviewe adeta. Tuxov UTTOAEHA LYPOU adPOTIOINGNG HTTOpEL Va amoppiTTeTal e Ta Lypa amdBAnta av eival oe peyaAn apaiwan pe vepd i av eivat eEoudeTEPOTIOINHEVO.
Huepopnvia teAevtaiag avabewpnong: 2009-07

N —

E)

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Navod k pouiitl’@
Popis vyrobku

Gel a tekutina iBond® Etch jsou leptaci Cinidla zaloZzena na kyseliné orthofosforec¢né. Pouzivaji se k leptani skloviny a Upravé dentinu v kontextu
adhezivni terapie.

Slozeni

Gel iBond® Etch 20 obsahuje 20 % kyselinu fosfore¢nou.

Gel/tekutina iBond® Etch 35 obsahuje 35 % kyselinu fosforecnou.

Pripravky dale obsahuiji zahustovadla, pigmenty a vodu.

Indikace

Leptani skloviny a leptani skloviny/dentinu v kontextu techniky totéIniho leptani pred adhezivni vazbou:

* kompozitnich a kompomernich vypini, ® laboratorné pfipravenych nepiimych vypIni (napf. inlaye, korunky, mistky, fazety) e peceténi fisur.

Kontraindikace

 Aplikace na dentin v blizkosti dfené (méné nez 1 mm).e Nepouzivejte v pripadé zndmé precitlivélosti na iBond® Etch.

Nezadouci icinky

Tento pripravek nebo néktera z jeho sloZzek mize ve zvlastnich pipadech zplisobovat alergické reakce. V pfipadé podezieni Ize ziskat informace o slozkach od vyrobce.
Interakce

Nékteré podlozkové materialy, napfiklad hydroxid vdpenaty, mohou byt rozpustény kyselinou v zavislosti na jejich typu a sloZeni.

Varovani/bezpecnostni opatreni

Gel iBond® Etch 20 obsahuje 20 % kyselinu fosforecnou a ma drazdivé tcinky. Gel iBond Etch 35 a tekutina 35 obsahuiji 35 % kyselinu fosfore¢nou a mohou zptisobovat polep-
tani. MliZe drazdit oci. Chraiite pied stykem s gingivou, kiizi, o¢ima nebo sousednimi zuby. V pfipadé kontaktu s Gstni sliznici diikladné proplachnéte velkym mnoZzstvim vody.

V pripadé poZiti diikladné proplachnéte sta vodou a poté zapijte velkym mnoZstvim vody. Obratte se na Iékafe. V pfipadé kontaktu s kiiZi diikladné oplachnéte mydlem a vodou.
V piipadé vniknuti do oci proplachnéte vodou a vyhledejte Iékar'skou pomoc. PouZivejte vhodné ochranné rukavice. Zabraiite styku s kiizi. PouzZivejte ochranny odév. PouZivejte
ochranné bryle / ochranu obliceje. Ihned odstrarite odév potisnény gelem iBond® Etch 35 nebo tekutinou iBond® Etch 35.

Nanaseni

Pred léCbou opatrné vyGistéte zub lestici pastou bez fluoridi.

Doporucuje se pouzivat kofferdam.

1. Po preparaci vyplachnéte kavitu v souladu s adhezivni terapii a vysuste vzduchem bez oleje.

2. Nanasejte iBond® Etch od zesikmenych ploch skloviny na cely povrch kavity véetné dentinu. Zajistéte, Ze bude sklovina leptana nejméné 20 sekund, ale ne vice nez 30 sekund,
a Ze dentin bude upravovan nejméné 15 sekund, ale ne vice nez 20 sekund. Pfi pouZiti gelu/tekutiny iBond® Etch 35 vénujte zviastni pozornost dodrZovani doby setrvani na
dentinu. Aby se zabrénilo nadmérnému leptani, je povoleno v téchto oblastech zkratit ¢as na 15 sekund. Je-li to potieba, naneste iBond® Etch pouze na sklovinu a nechte jej
plisobit maximalné 30 sekund. Nepreparovanou sklovinu v pfipadé peceténi fisur leptejte nejméné 30 sekund, ale ne vice nez 60 sekund. V piipadé fluorizované skloviny se
rovnéz pozaduje leptani nejdéle 60 sekund.

Upozornéni: U hlubokych kavit doporucujeme pred leptanim chranit dentin v blizkosti diené pripravkem z hydroxidu vdpenatého a podlozkou (napf. skloionomerni cement) .

3. Pro dokonalé oplachnuti iBond Etch pouZzijte vodni spray po dobu 20 sekund. Kavita musi byt dokonale zbavena jakychkoliv zbytki.

4. Vlysuste kavitu vzduchem bez oleje (nepfesuste dentin!). Povrch leptané skloviny by mél mit kfidové bily vzhled. V pfipadé kontaminace povrchu zubu (napf. slinami) se musi
leptani opakovat (s maximaini dobou leptani 10 sekund).

5. Déle pokracujte aplikaci adheziva (napf. iBond® Total Etch) a kompozitu (napf. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) v souladu s pokyny vyrobce.

Pokyny

Gel iBond® Etch Ize nanaSet pomoci §tétecku nebo kanyly a tekutinu iBond Etch Ize nanaset Stéteckem. Jak Stétecky, tak kanyly jsou uréeny pouze k jednordzovému pouziti.

Po naneseni gelu uvolnéte tlak pistu. Po pouZiti uzaviete gel iBond® Etch a tekutinu iBond® Etch prislusnou zatkou ¢i uzavérem.

2Zvlastni pokyny:

Pouze pro pouZiti zubnimi Iékari ke schvalenému acelu. Uchovavejte mimo dosah déti.

Skladovaci podminky

Uchovavejte pfi teplotach do 25°C (77°F). Materidl nepouZzivejte po dobé pouZitelnosti. Ve veSkeré korespondenci o pfipravku uvadéjte Cislo Sarze a dobu pouZzitelnosti.

Doba pouZitelnosti & a Cislo Sarze [t Viz poznamka na stfikacce/obalu.

Recyklujte pouze zcela prazdny obal. Zbyvajici leptajici tekutinu mizete likvidovat s odpadni vodou, jestlize je vysoce nafedéna vodou nebo neutralizovana.

Datum revize: 2009-07
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Termékismertetés

Az iBond® Etch gél és folyadék ortofoszforsav alapu savazéanyagok. A zomanc savazasara és a dentin kondicionaléséra szolgainak adheziv témés soran.

Osszetétel

Az iBond® Etch 20 gél 20 % foszforsavat tartalmaz.

Az iBond® Etch 35 gél/folyadék 35 % foszforsavat tartalmaz.

A termék tovabbi dsszetevdi: siiritdanyagok, pigmentek, viz

Javallatok

A zomanc savazasdra és a zomanc/dentin ,total etching” technikaval torténd savazasara az alabbi restauraciok bondanyaggal torténd felragasztasa eldtt:

* Kompozit és kompomer restrauraciok e Laboratériumban készitett, indirekt restrauraciok (példaul inlay-ek, korondk, hidak, héjak) e Barazdazaré anyagok

Ellenjavallatok

* Ha az anyagot a dentinre kel felvinni, a pulpahoz kozel (kevesebb, mint 1 mm-re) e Az iBond® Etch anyaggal szemben fennall ismert tilérzékenység esetén nem alkalmazhato
Mellékhatasok

A termék vagy egyes Osszetevdi bizonyos esetekben allergids reakciokat okozhatnak. Ha fenndll ennek gyanuja, az Gsszetevékre vonatkozo informaciokat a gyartd kérésre
rendelkezésre bocsatja.

Interakciok

Az aldbéleld béleld és alapozo anyagokat, példaul a kalcium-hidroxidot, az anyag tipusatol és dsszetételétdl fiiggden oldhatja a sav.

Figyelmeztetések/dvintézkedések

Hasznalati utasitas (HD)

Ne keriljon a foginyre, a bérre, a szembe vagy a szomszédos fogakra. Ha a szer a nyalkahartyara keriil, bd vizzel alaposan dblitse le.

Lenyelése esetén alaposan dblitse ki a szajat vizzel, majd igyon bdséges mennyiség(i vizet. Forduljon orvoshoz. Ha a szer a bérre kertil, szappannal és vizzel alaposan oblitse le.
Ha a szer szembe Kertil, bd vizzel mossa ki, és forduljon orvoshoz. Viseljen megfelel6 véddkesztydit. A szer bdrre ne keriiljon. Viseljen véddruhazatot. Viseljen véddszemiiveget/
arcvédat. Az iBond® Etch 35 géllel vagy iBond® Etch 35 folyadékkal szennyezett ruhazatot azonnal le kell venni.

Alkalmazas

A kezelés el6tt alaposan tisztitsa meg a fogakat fluorid alapt polirozé pasztaval.

Nydlretesz haszndlata ajanlott.

1. El6készités utan oblitse ki az lireget az adheziv tdmési technika altal megkovetelt modon, és szaritsa meg olajmentes levegdvel.

2. A Ferdére csiszolt zomancteriileteknél kezdve vigye fel az iBond® Etch savazdanyagot az iireg teljes felilletére, a dentire is. Ugyeljen ra, hogy a zoméncot legalabb 20 masod-
percig, de legfeliebb 30 masodpercig kell savazni, a dentint pedig legalabb 15 masodpercig, de nem tobb, mint 20 masodpercig kell kondicionalni. Az iBond® Etch 35 gél/
folyadék hasznalatakor forditson kiilénds figyelmet a dentinen vald behatasi idd betartdséra. Ezeken a teriileteken 15 masodpercre csokkentendd az idtartam a tulsavazés
elkeriilése érdekében. Sziikség esetén az iBond® Etch savazdanyagot csak a zomancra vigye fel, és maximum 30 masodpercig hagyja hatni. Az el6készitetien zomancot
(példaul bardzdazaras soran) legaldbb 30, de legfeliebb 60 méasodpercig kell savazni. Fluorozott zomanc esetén szintén sziikség lehet legalabb 60 méasodperces savazasra.
Figyelem: Mély iiregek esetén javasoljuk a pulpa melletti dentin lefedését kalcium-hidroxid elokészitd anyaggal és aldbélelével (példaul tivegionomer cementtel) a savazas
eldtt.

3. Vizpermettel végezzen 20 méasodperces dblitést az iBond Etch anyag teljes eltavolitasara. Az iireg semmilyen anyagmaradvanyt nem tartalmazhat.

4. Széritsa meg az lireget olajmentes levegdvel (ne széritsa ki a dentint). A savazott zomancfeliiletnek krétafehérnek kell lennie. A fogfeliilet kontamindciéja esetén (példaul nyallal)
a savazast meg kell ismételni (legfeljebb 10 masodperces behatasi iddvel).

5. Végezze el a kezelést az adheziv (példéul iBond® Total Etch) és kompozit (példaul VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® V/S) anyaggal, a gyarté Gtmutatdjanak megfelelen.

Utmutatd

Az iBond® Etch gél kefével vagy kaniillel, az iBond® Etch folyadék pedig kefével vihetd fel. A kefék és a kaniilék egyarant egyszer hasznalatosak.

A gél felhordasa utan engedje el a dugattydt. Hasznalat utan az iBond® Etch gél és iBond® Etch folyadék tartalyat megfelelé dugdval vagy kupakkal zarja le.

Specidlis Gtmutatasok:

Kizarolag fogorvosok hasznalhatjak, a rendeltetési célnak megfelelden. Gyermekek elél elzarva tartando!

Térolasi korilmények

Legfeljebb 25°C (77°F)-on tarolandd. Lejarata utédn ne hasznalja fel az anyagot. Kérjiik, hogy a termékkel kapcsolatos valamennyi levelén tiintesse fel a tételszamot és a lejarati datumot.

Lejarati datum Z és tételszam [o1: Lasd a fecskenddn/csomagolasan feltiintetett adatokat. Csak a teljesen kitiriilt csomagolds hasznosithaté Ujra. A megmaradt savazéfolyadék

vizzel nagymértékben felhigitva vagy semlegesitve kionthet6 a lefolyoba. Kiadas datuma: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Izstradajuma apraksts

iBond® Etch géls un $kidrums ir kodinasanas lidzekli uz ortofosforskabes bazes. Tos izmanto emaljas kodina$anai un dentina kondicionés$anai, ja paredzéts lietot adhezivu
pildiSanas terapiju.

Sastavs

iBond® Etch 20 géls satur 20 % fosforskabi. iBond® Etch 35 géls/Skidrums satur 35 % fosforskabi. Izstradajumi satur ari sabiezino$as vielas, pigmentus un Gdeni.
Indikacijas

Emaljas un emaljas/dentina kodinasanai, izmantojot pilnigu kodinasanas tehniku pirms adheziva piesaistes:

* kompozitmateriala un kompomeru restauracijam;

* laboratorija izgatavotam netieSam restauracijam (piemeéram, inlejam, kroniem, tiltiem, veniriem);

* silantiem.

Kontrindikacijas

* izmantojot dentinam pulpas tuvuma (tuvak par 1 mm); e nelietot zinama paaugstinata jufiguma gadijuma pret iBond® Etch.

Blakusparadibas

Dazos gadijumos §is izstradajums vai kada no ta sastavdalam var izraistt alergiskas reakcijas. Ja radusas aizdomas, informaciju par sastavdalam var sanemt no razotaja.
Mijiedarbiba

Oderésanas un pamata veido$anas materiali atkariba no to veida un sastava, pieméram, kalcija hidroksids, var izSkist skabes iedarbiba.

LietoSanas instrukcija @

Br b
iBond® Etch 20 géls satur 20 % fosforskabi, un tam ir kairino$a iedarbiba. iBond Etch 35 géls un skidrums 35 satur 35 % fosforskabi, un var radit kimiskus apdegumus. Var kairinat
acis. Nepielaujiet materiala saskari ar smaganam, adu, blakus eso$ajiem zobiem vai iek|usanu acis. Saskares gadijuma ar mutes glotadu, ripigi skalojiet ar lielu daudzumu tidens.
Ja norits, rupigi izskalojiet muti ar tdeni un péc tam dzeriet daudz tdens. Konsultéjieties ar arstu. Saskares gadijuma ar adu rupigi noskalojiet to ar ziepém un tdeni. Ja materials
iekluvis acis, rupigi skalojiet ar Gdeni un vérsieties pec mediciniskas palidzibas. Valkajiet piemerotus aizsargcimdus. Nepielaujiet saskarsmi ar adu. Valkajiet aizsargapgérbu.
Valkajiet aizsargbrilles /sejas aizsargmasku. Nekavejoties novelciet apgéerbu, kas piesarnots ar iBond® Etch 35 gélu vai iBond® Etch 35 Skidrumu.

Lietosana

Pirms izmantoSanas rupigi nofiriet zobu ar fluoridu nesaturo$u puléSanas pastu.

leteicams izmantot gumijas koferdamu.

1. Péc sagatavoSanas izskalojiet kavitati saskana ar adhezivu pildiSanas terapijas nosacijumiem un nosusiniet ar ellu nesaturoSu gaisu.

2. Sakot ar noslipétajam emaljas zonam, izmantojiet iBond® Etch visai kavitates virsmai, tostarp dentinam. Nodrosiniet emaljas kodina$anu vismaz 20 sek., bet ne ilgak par 30
sek., ka arf dentina kondicioné$anu vismaz 15 sek., bet ne ligak par 20 sek. lzmantojot iBond® Etch 35 gélu/Skidrumu, Tpasu uzmanibu japievers tam, lai lidzekla lietosanas
laiks uz dentina atbilstu noraditajam laikam. Lai izvairitos no parkodinasanas, $ajas zonas ir pielaujams saisinat laiku lidz 15 sek.. Ja vélams, var lietot emaljai iBond® Etch,
laujot kodinat maksimali 30 sek. ilgi. Nesagatavotu emalju, piemeéram, fistras slégSanas gadijuma, kodiniet 30 sek., bet ne ilgak par 60 sek. Fluorizétas emaljas gadijuma var
bat nepiecieSams veikt arf kodinasanu, bet ne ilgak par 60 sek.

Uzmanibu: Dzilu kavitasu gadijuma pirms kodina$anas mes iesakam dentinu pulpas tuvuma parklat ar kalcija hidroksida preparatu un pamatmaterialu (piem., stikla jonoméra
cementu).

3. Lai pilniba noskalotu iBond Etch, 20 sek. lietojiet idens smidzinataju. Kavitate pilniba jaattira no parpalikumiem.

4. Nosusiniet kavitati ar ellu nesaturoSu gaisu (neizzavejiet dentinu). Kodinatajai emaljas virsmai vajadzetu izskatities kritaini baltai. Zoba virsmas kontaminacijas gadijuma (piem.,
ar siekalam) kodina$ana javeic atkartoti (uzklajot maksimali uz 10 sek.).

5. Veiciet turpmako arstésanu ar adhezivu (piem., iBond® Total Etch) un kompozitmaterialu (piem., VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® V/S), saskana ar razotaja noradijumiem.

Noradijumi

iBond® Etch gélu var uzklat, izmantojot birstiti vai kanili, bet iBond® Etch Skidrumu var uzklat, izmantojot birstiti. Gan birstites, gan kaniles ir paredzétas tikai vienreizéjai lietoSanai.

Péc géla izspiesanas atlaidiet virzuli. PEc lietoSanas uzlieciet iBond® Etch gélam un iBond® Etch Skidrumam atbilstoSo aizbazni vai uzgali.

Tpasi noradijumi:

Drikst lietot vienigi zobarsti paredzétaja noluka. Uzglabat berniem nepieejama vieta.

Uzglabasanas nosacijumi

Uzglabat temperatura, kas neparsniedz 25°C (77°F). Nelietot materialu péc deriguma termina beigu datuma.

Sazinoties par izstradajumu, ladzu, noradiet sérijas numuru un deriguma termina datumu.

Deriguma termina datums ¥ un sérijas numurs [-or : skatiet noradi uz Slirces/iepakojuma. Otrreizéjai parstradei paredzetajos atkritumos izmetiet tikai pilniba iztukSotu iepakojumu.

Kodina$anas Skiduma parpalikumu var likvidéet notektidenos, ja tas ieprieks ir stipri atSkaidits ar tdeni vai neitralizets. Teksta parskati$anas datums: 2009-07

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid

Produkto aprasymas

,iBond® Etch Gel“ ir ,Fluid* yra ésdinancios medziagos, kuriy pagrinda sudaro ortofosforo rigstis. Jos naudojamos emaliui ésdinti ir dentinui kondicionuoti prie$ adhezinj plombavima.
Sudétis

,iBond® Etch 20 Gel“ sudétyje yra 20 % fosforo riigsties. ,,iBond® Etch 35 Gel“/,Fluid“ sudétyje yra 35 % fosforo rigsties.

Preparatuose dar yra tirstinanciy medziagy, pigmenty, vandens.

Indikacijos

Emalés ésdinimas ir emalés (dentino) ésdinimas, kartu taikant bendraja ésdinimo metodika prie$ adhezinj sukibima:

* kompozicinés medziagos ir kompomero restauracijy;

* laboratorijoje pagaminty, netiesioginiy restauracijy (pvz., jkloty, kartinéliy, tilty, venyry);

* silanty.

Kontraindikacijos

* Naudoti dentinui netoli pulpos (mazesniu kaip 1 mm atstumu)  Nenaudokite, jei Zinote, kad yra padidéjes jautrumas ,,iBond® Etch“ medziagai

Pasalinis poveikis

Sis preparatas arba kuri nors i$ jo sudétiniy daliy tam tikrais atvejais gali sukelti alergines reakcijas. Jtarus tai, informacija apie sudétines medziagas galima gauti i§ gamintojo.
Saveika

Pamusalai ir kitos medziagos, pvz., kalcio hidroksidas, gali biti istirpinamos rugstyje, priklausomai nuo jy tipo ir sudéties.

Naudojimo instrukcija @

Perspéjimai ir pr

,iBond® Etch 20 Gel“ sudétyje yra 20 % fosforo riigsties, jis dirgina. ,iBond Etch 35 Gel“ ir ,Fluid 35“ sudétyje yra 35 % fosforo riigsties, jis gali sukelti cheminius nudegimus.
Gali dirginti akis. Saugokite, kad nepatekty ant danteny, odos, j akis ar ant greta esanciy danty. Po susilietimo su burnos gleivine kruops¢iai iSplaukite dideliu kiekiu vandens.
Nurijus, kruop$ciai i$skalaukite burng vandeniu ir po to gerkite daug vandens. Kreipkités j gydytoja. Patekus ant odos, kruopsciai nuplaukite, naudodami muilg ir vandenj. Patekus
j akis, kruopsciai iSplaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja. Mivékite tinkamas apsaugines pirstines. Venkite patekimo ant odos. Dévékite apsauginius drabuZius. Dévékite

Naudojimas

Prie$ gydyma kruopsciai iSvalykite dantj, naudodami valymo pasta, kurioje néra fluoro.

Rekomenduojama naudoti koferdama.

1. Po paruosimo iSplaukite ertme pagal adhezinio plombavimo reikalavimus ir iSdziovinkite oru, kuriame néra riebaly priemaisy.

2. Pradédami nuo nuoZulniy emalés pavirsiu, dékite ,,iBond® Etch“ ant viso ertmés pavirsiaus, taip pat ir ant dentino. Uztikrinkite, kad emalé bity ésdinama ne trumpiau kaip 20s
ir ne ilgiau kaip 305, bei, kad dentinas biity kondicionuojamas ne trumpiau kaip 15s ir ne ilgiau kaip 20s. Naudodami ,,iBond® Etch 35 Gel/Fluid*, ypac atkreipkite démesj |
tai, kad bty paisoma ilaikymo ant dentino trukmés reikalavimy. Naudojant Siose vietose, leidziama sutrumpinti trukme iki 15, kad ésdinantis poveikis nebiity per stiprus.
Jei norite, ant emalés dékite tik ,iBond® Etch“ ir palikite sukietéti daugiausia 30s. Esdinkite neparuosta emalg, pvz., plysiy plombavimo atvejais, ne trumpiau kaip 305 ir ne
ilgiau kaip 605s. Jeigu emalé yra fluoruota, gali reikéti ésdinimo, kuris trunka ne ilgiau kaip 60s.

Ispéjimas: giliose ertmése pries§ ésdinima rekomenduojama uzdengti Salia pulpos esantj dentina, naudojant kalcio hidroksido preparata ir kita medziaga (pvz., stiklo jonomero
cementa).

3. Vandens srove plaukite 20 s kol pilnai i$plausite ,iBond Etch“. Ertméje turi nebebati jokiy likuciy.

4. 18dziovinkite ertme oru, kuriame néra riebaly priemaisy (neidziovinkite dentino!). ISésdintos emalés pavirsius turi biiti baltas, kaip kreida. UzsiterSus danties pavirsiui (pvz.,
patekus seiliy), ésdinima reikia pakartoti (ilgiausia iSlaikymo trukmé — 10 s).

5. Toliau teskite gydyma, naudodami adhezing (pvz., ,iBond® Total Etch“) ir kompozicing (pvz., ,VENUS®“, ,,CHARISMA®*, . DURAFILL® VS*) medziagas, kaip nurodyta gamintojo
instrukcijose.

Instrukcijos

,iBond® Etch Gel“ galima déti naudojant Sepetélj arba kaniulg, o ,,iBond® Etch Fluid“ — naudojant Sepetélj. Tiek Sepetéliai, tiek kaniulés naudojami tik viena karta.

UzZdéje gelio, atleiskite stimoklj. Po naudojimo uzdarykite ,,iBond® Etch Gel“ ir ,,iBond® Etch Fluid“, naudodami atitinkama kamstelj arba dangtel].

Speciallis nurodymai

LeidZiama naudoti tik danty gydytojams ir tik pagal paskirtj. Saugokite nuo vaiky.

Laikymo salygos

Laikykite ne aukStesnéje kaip 25 °C (77 °F) temperatiroje. Nenaudokite medZiagos pasibaigus galiojimo terminui. Kreipdamiesi visais klausimais dél preparato nurodykite parti-

jos numeri ir galiojimo data. Galiojimo data £ ir partijos numeris ked: Zr. uzra$a ant Svirksto (pakuotés). Atiduokite perdirbti tik visiSkai tus¢ia pakuote. Esdinimo skyscio likucius

galima iSpilti j nutekamuosius vandenis tik po to, kai jis stipriai atskiedziamas vandeniu arba neutralizuojamas. Perzitiros data: 2009-07

apsauginius akinius arba veido apsauga. Nedelsdami nusivilkite ribus, kurie buvo uztersti ,iBond® Etch 35 Gel arba ,iBond® Etch 35 Fluid*.

iBond® Etch 20 Gel, iBond® Etch 35 Gel, iBond® Etch 35 Fluid Instrukcja obstugi
Opis produktu

iBond® Etch w postaci zelu i fluidu to czynniki wytrawiajace na bazie kwasu ortofosforowego. Sa one stosowane do wytrawiania szkliwa i kondycjonowania zebiny przy
wypetnieniach w technice adhezyjne;.

Sktad

iBond® Etch 20 zel zawiera kwas fosforowy 20 %. iBond® Etch 35 zel/fluid zawiera kwas fosforowy 35 %. Ponadto produkty zawieraja $rodki zageszczajace, pigmenty i wode.
Wskazania

Wytrawianie szkliwa i wytrawianie szkliwa/zebiny przy stosowaniu techniki total etch przed adhezyjnym wiazaniem:

* Odbudowy z materiatéw kompozytowych i kompomeréw e Odbudowy protetyczne wykonane metoda posrednig (np. wkiady koronowe, korony, mosty, licowki) ® Uszczelniacze-laki
Przeciwwskazania

 Stosowanie na zgbing w poblizu miazgi (odlegtos¢ mniejsza niz 1 mm) e Nie uzywa¢ w przypadku stwierdzonej nadwrazliwosci na iBond® Etch

Dziatania niepozadane

W szczegdlnych przypadkach produkt lub jeden z jego komponentéw moze wywotac reakcje alergiczne. W razie podejrzenia takich reakcji, producent udzieli informacji na temat
skiadu produktu.

Interakcje

Podscielacze i materiaty podktadowe, takie jak wodorotlenek wapnia, moga ulec rozpuszczeniu pod wplywem kwasu, w zalezno$ci od ich rodzaju i sktadu.

Ostrzezenia/srodki ostroznosci

iBond® Etch 20 zel zawiera kwas fosforowy 20 % i jest srodkiem draznigcym. iBond® Etch 35 zel/fluid zawiera kwas fosforowy 35 % i moze spowodowac poparzenia chemiczne.
Moze wywota¢ podraznienie oczu. Unikac¢ kontaktu z dzigstami, skora, oczami i sasiadujacymi zgbami. W razie kontaktu z btong $luzowa jamy ustnej, przemy¢ duzg iloscig wody.
W przypadku potknigcia, starannie przemy¢ usta woda i wypi¢ duza ilo$¢ wody. Skonsultowac sie z lekarzem. W razie kontaktu ze skora, starannie przemy¢ woda z mydtem. W
razie przedostania sie produktu do oczu, starannie przemy¢ woda i skonsultowac sig z lekarzem. Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne. Unika¢ kontaktu ze skéra. Nosi¢
odpowiednia odziez ochronna. Nosi¢ okulary ochronne/maseczke na twarz (przytbice). Natychmiast zdja¢ odziez w przypadku jej zabrudzenia zelem iBond® Etch 35 lub fluidem
iBond® Etch 35.

Sposdb aplikacji

Przed zastosowaniem preparatu starannie wyczysci¢ zab pasta bez dodatku fluoru.

Zaleca sie stosowanie koferdamu.

. Po opracowaniu ubytek przemy¢ zgodnie z zasadami techniki adhezyjnej i wysuszy¢ powietrzem wolnym od oleju.

. Zaczynajac od opracowanego brzegu szkliwnego, natozy¢ iBond® Etch na cata powierzchnig ubytku, facznie z zebing. Szkliwo nalezy wytrawiac przez co najmniej 20s. i nie
dtuzej niz 30s., natomiast zgbing nalezy kondycjonowac przez co najmniej 15s. i nie dtuzej niz 20s. Stosujac zel/fluid iBond® Etch 35 nalezy starannie przestrzegac zalecen
odnosnie do czasu dziatania preparatu na zebing. W tych obszarach zezwala si¢ na zmniejszenie czasu wytrwawiania do 155s., aby unikna¢ nadmiernego wytrawienia. W razie
koniecznosci zastosowac iBond® Etch tylko na szkliwo i pozostawi¢ preparat maksymalnie na 30s. Nieopracowane szkliwo (np. w przypadku uszczelniania bruzd (lakowania))
wytrawia¢ przez co najmniej 30s. i nie duzej niz przez 60s. W przypadku szkliwa fluoryzowanego konieczne moze by¢ wytrawianie nie diuzej niz przez 60s.

Ostrzezenie: W przypadku gtebokich ubytkéw, przed wytrawianiem zaleca sig pokrycie zebiny w poblizu miazgi wodorotlenkiem wapnia i podktadem (np. cementem
szktojonomerowym).

. Plukac strumieniem wody przez 205s., aby catkowicie wyptukac¢ preparat iBond Etch. Powierzchnia ubytku musi by¢ catkowicie wolna od wszelkich zanieczyszczen.

. Osuszy¢ ubytek, tak aby nie przesuszy¢ zebiny, strumieniem powietrza wolnym od oleju. Powierzchnia wytrawionego szkliwa powinna mie¢ kolor kredowobiaty. W razie
zanieczyszczenia powierzchni zeba (np. $lina) nalezy powtdrzy¢ wytrawianie (maksymalnie przez 10 s).

5. Przeprowadzi¢ kolejne czynno$ci naktadania materiatu adhezyjnego (np. iBond® Total Etch) i kompozytu (np. VENUS®, CHARISMA®, DURAFILL® VS) zgodnie z zaleceniami

producenta.

Instrukcje

Zel iBond® Etch mozna naktada¢ szczoteczka lub kaniula, za$ fluid iBond® Etch — szczoteczka. Zardwno szczoteczki, jak i kaniule sa przeznaczone tylko do jednorazowego uzytku.

Po natozeniu zelu zwolnic ttok. Po uzyciu zamkna¢ zel iBond® Etch Gel i fluid iBond® Etch odpowiednim korkiem lub nasadka.

Specjalne wskazowki:

Preparat przeznaczony do uzycia jedynie przez lekarzy stomatologdw i tylko zgodnie z zaleceniami. Przechowywac¢ w miejscu niedostgpnym dla dzieci.

Warunki przechowywania

Przechowywa¢ w temperaturze ponizej 25°C (77°F). Nie stosowac po uptywie terminu wazno$ci. Powota¢ sie na numer partii i date wazno$ci we wszelkiej korespondenciji na

temat produktu. Data waznosci £ i numer partii ket: Zob. uwaga na strzykawce/opakowaniu. Recyklingowi mozna poddac jedynie puste opakowanie. Pozostaty fluid wytrawiajacy

mozna usunac wraz ze $ciekami kanalizacyjnymi, po wczesniejszym rozcieficzeniu woda lub neutralizacji. Wersja: 2009-07
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